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연 구 배 경
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연 구 배 경

♦ Fine pitch package
♦ Pb-free solder
♦ Fluxless soldering

Wettability & Reliability
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Wettability Surface tension
Contact angle

Intermetallic compound
Physical properties

연 구 배 경

Reliability
Life prediction
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이 론 적 배 경

♦ Area of spread method
♦ Dip & look method

♦ Wetting Balance Method

Quantitative Analysis
Reproducibility

Time dependent wetting behavior
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Force balance equation
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The problem of wettability

Non-wetting Poor wetting Good wetting Retarded wetting

Slow wetting Very fast wetting Wetting limited by
Thermal demand

Unstable wetting
(DE-WETTING)

Force

Time
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연 구 내 용

Wetting balance curve

Wettability에 대한
이론적 근거 확보

비교평가 및 해석

수치해석결과실 측 결 과

Wetting time에 대한
물리적/정량적 의미부여
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연 구 내 용

수치해석 기법 – Commercial package “Flow3D”
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계산조건

1mm/s침지속도

1mm시편 직경

8.4 g/cm3밀도
솔더(63Sn-37Pb)

230°CSolder 온도

1mm침지깊이

솔더정지1.3-2.0 초

솔더상승0.0-1.3 초
계산시간(2초간)

8.93 g/cm3밀도시편봉(Cu)

0.49 N/m표면장력물성치

연 구 내 용
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연 구 내 용

Cylindrical Coordinate System
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연 구 내 용

Mesh generation

specimen

solder
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연 구 결 과
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연 구 결 과
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연 구 결 과

♦ 수치해석결과

♦ 실험 결과
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요 약

♦ 젖음성 평가방법에 대한 수치해석기법 적용

⇒ 젖음거동의 동적현상에 대한 수치해석방법의 적용성

연구결과의 문제점
♦ 수치해석과 실험결과의 젖음력 차이 (열전달 고려)

♦ 수치해석에 의한 Wetting balance curve에서의 진동현상

향후 연구 계획

♦ 현 연구 결과의 신뢰성 및 재현성 확보

♦ 침지깊이 변화에 따른 젖음특성 연구

♦ 침지속도 변화에 따른 젖음특성 연구

♦ 솔더의 온도변화에 따른 젖음특성 연구

♦ 시편의 형상에 따른 젖음특성 연구
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